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mit entlang einer Plattenkante narallel angeordneten

doppelseitigen AnschluBbereichen mit Lichern, in der.en 70\
sich eingeldtete Metallstifte zur Weiterbildung von ~
Signalen und Sparnungen und zum Einstecken in eine '
Mehrlagenleiterplatte befinden. Das Wesen der Erfindung
besteht darin, daB entlang der Plattenkante einer 9
Trégerplatte fir oberflicherimontierte Bauslemente
AnschluBflachenbereiche mit Nurchkontaktierungen und
L-férmigen Metallstificr it zusétzlichem Steckschenkel
vorgesehen sind. Dabei befinden sich die
Durchkontaktierungen in fidchenvergréRerten Lotaugen
aufeinander abgestimmt auf beiden Seiten der

Trégerplatte. Die Metallstifte einer Seite weisen einen

kiirzeren Steckschenkel auf, so daR Platz fiir eine
Trassierungsgasse frui wird. Fig. 2
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Patontanspriiche:

1. Bauelementetrdgerplatte mit entlang einer Plattenkante parallel angeordneten doppelseitigen
AnschluBbereichen mit Léchern, in denen sich eingeldtete Metallstifte zur Weiterleitung von
Signalen und Spannungen und zum Einstecken in eine Mehrlagenlsiterplatte befinden, wobei
entlang der Plattenkante der Trégerplatte mindestens ein aus zwei Rcihen von {ibereinander
angeordneten Durchkontaktierungon bestehender AnschluBflachenbereich vorgesehen ist, bei
dem jeweils eine Reihe von Durchkontaktierungen innerhalb flichenvergréRerter Létaugen
angeordnet ist und in den Durchkontaktierungen L-formige Metallstifte mit zusétzlichen
Steckschenkeln so befestigt sind, daB die zwischen Fiihrungsschenkeln (7) und Steckschenkeln (6)
befindlichen Mittelteile (8) mit den fléchenveraréRarten Létaugen mittels Létens kontaktiert sind,
dadurch gekennzeichnet, daf auf einer ersten Plattensaite die Steckschenkel (5) der Metallstifte (4)
kiirzer als auf dor anderen Plattenseite ausgebildet sind und zwischen der oberen Reihe von
Durchkontaktierungen (2) und der unteren Reihe von Durchkontaktierungen (2) eines
AnschluBbersiches auf dieser ersten Plattenseite eine Gasse (9) vorgeseh. . ist.

2. Bauelementetrigerplatte nach\nspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf in der Gasse (9) zwischen
den Durchkontaktierungen (2) der ersten Plattenseite ein abschirmender querverlaufender
Leiterzug (10) mit Kamm- und Maschenstruktur vorgesehen ist.

3. Bauelementetrégerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf in der Gasse (9) in
unmittelbarer Néhe der Strom- und Massckontakte Chipkondensatoren als Stiitzbauelemente
vorgesehen sind.

4. Bauelementetragerplatte nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, da® der abschirmende
Leiterzug (10) liber eine Zusatzverdrahtung mit der Mehrlagenleiterplatte (6) verbunden ist.

5. Bauelementetrégerplatte nach Anspruch 1, dadurch gakennzeichnet, daR die Metallstiftform im
Bestlickungsraum auf beiden Plattenseiten gleich ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Bauelementetrigerplatte mit entlang einer Plattenkante parallel angeordneten doppelssitigen
AnschluBbereichen mitLchern, in denen sich eingelétete Metallstifte zur Waiterleitung von Signalen und Spannungen und zum
Einstecken in eine Mehrlagenleiterplatte befinden. .

Charakteristik des bekannten Standes der Technik '

Durch die integrierte Schaltungstechnik ist die Anzahl der Baue!emente auf einer Schaltungskarte sehr stark angewachsen,
Deshalb wurde dazu tibergegangen, kleinere Trigerplatten mit auf beiden Seiten angeordneten Bauelementen in groRBere
Schaltungsplatten, die sogenannten Mehrebenenleiterplatten, zu stecken. Die elektrisch 3 Verbindung zwischen den
AnschluBteilen der Trigerplatten und den Leiterbahnen der Mshrebenenleiterplatte wird durch Loten hergestslit. Zu diesem
Zwaeck sind zwischen den Leiterbahnen der Mehrebenenleiterplatte durchmutallisierte Bohrungu. vorgesehen, in welche die
stiftartigen AnschluBteile der Trigerplatten eingesteckt und eingelétet warden. :

Wihrend die Bestiickung der Trégerplztten auf den Mehrebenenleiterplatten unproblsmatisch ist, gibt es an die Befestigung und
konstruktive Ausfiihrung der AnschluBteile mehrere Anforderungen. So soliten die flichig begrenzten Trigerplatten rnit giner
groBen Zahl an AnschluBteilen belegt werden konnen. Weiterhin sollte sich ein effektives Befestigungsverfahren anwenden
lassen sowie der Verzicht auf kontakthaltende Spritzteile gegeben sein.

Aus der DE-OS 3138285 ist eine Triigerplatte bekannt, die viele AnschluBstifte auf beiden Seiten aufweist und senkrecht in die
Lécher einer Loiterplatte eingesteckt ist, Die Tragerplatte enthlt sowohl auf der Vorder- als auch auf der Riickseite jeweils zwei
Reihen von Stiften, wobei diese Reihen untersinander in dem Bereich, wo sie in die Leiterplatte gesteckt sind, jevseils einen
Abstand von 2,54mm aufweisen. Die Stifte sind entlang einer Seitenkante der Triigerplatte in abstehender Weise so angebracht,
daf ihre Achsrichtungen untereinander parallel und zur Tragerplatte parallel sind. Die AnschluBteile werden in Aufisttechnik
befestigt. Diese Verbindungstechnik hat gegeniiber den Lésungen der US-PS 3408611, DE-OS 1942349 und DE-OS 1765833
mindestens den Vorteil des Verzichts auf Plastspritzteile, Nachteilig ist aber die ungeniigende mechanische Entlastung der

L otstelle,

Mit der weiteren Integration der Schaltungstechnik werden auch die Trégerplatten mehrlagig ausgefiihrt. Zur Verbindung der
Leitungen auf den verschiedenen Ebenen kann es wiinscherz,ert sein, yalvanisierte Lécher, sogenannte Durchkontaktierungen,
vorzusehen. Es ist bekannt, da solche Durchkontaktierungen fiir singelotete AnschluBteile scwohl elektrisch als auch
mechanisch eine hohe Betriebssicherheit gewihrleisten. Es ist auch bekannt, im Randbereich einer Leiterplatie

Y

Durchkontaktierungen zur Aufnahme von AnschluBteilen vorzusehen.
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Werden solche Durchkontaktierungen aweireihig angeordnet, dann ist die Anbringung (blicherweise so, daR die obere Reihe
derart gegeniiber der unteren Relhe versetat ist, daR eine obere Durchkontaktierung in der Mitte iber zwel benachbarten unteren
Burchkontaktierungen liagt. Neben der Befestigung von Steckverbindern In den Durchkontaktierungen ist auch das Einléten von
AnschluBteilen sowle von flexiblen und starren Dréhten, Drahtbdgeln u, 8, bekannt. Bei all diesen Lésungen besteht aber keine
doppelseitige platzsparende Abstimmung der Durchkontaktierungen und Anschlufléichen.

Es kann nun erwiinscht sein, neben Durchkontaktierungen in den AnschiuBbereichen eine zusitzliche Funkionsflache
vorzusehen. Die bekannten Lésungen lassen eine solche Méglichkeit nicht zu.

Zial der Erfindung

Die Erfindung hat das Ziel, das Bestlicken der AnschluBteile auf den Tréigerplatten zu verbessern und die Vornahme zusitzlicher
Verdrahtungen im AnschluBflichenbereich zu vereinfachen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, durch Optimierung der AnschluBflachen und Durchkontaktierungon die Anzahl de
AnschluBteile an der Plattenkante der Bauelementetrigerplatte zu erhdhen und auf einer Seite zwischen den
Durchkontaktierungen eines AnschluBbereiches einen Freiraum zur Trassierung von Leitezsiigen und 2um Anordnen von
Bauelementen 2. schaffen.

ErfindungsgemiR wird die Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil der Patentanspriiche angegebenen Merkmale geldst.
Das Wesen der Erfindung besteht in einer ungleichen Ausbildung der Metallstifte, wodurch zwischen den iibereinander
befindlichen Reihen von Durchkontaktierungen auf einer Seite eines AnschiuBbareiches ein v srdrahtungsraum geschaffer wird.
Dieser Raum erméglicht die Anordnung von Leiterziigen zur Verdrahtung, Abschirmung und Befestigung von
Stiitzkondensatoren u. 4.

Ausfihrungsbeispie!
Die Erfindung soll an einem Ausfiihrungsbeispiel néher eridutert werden. In der Zeichnung zeigen:

Fig.1: einen Schnitt durch eine senkrecht in einn Mehrlagenleiterplatte gesteckte Tragerplatte,
Fig.2: eine Parspektivansicht eines vergréBerten Ausschnittes einer Seite der Trégerplatte.

Fig. 1 zeigt eine Trégerplatte 1 mit einam AnschluBbereich, bei dem auf jeder Plattenseite zwei Reihen von durchmetallisierten
Léchern, sogenannten Durchkontaktierungen (2) vorgesehen sind. Dabei enthilt jeder AnschluBbereich eire obere Reihe und
eine untere Reihe mit flichenvergréferten Létaugen 3,2.B. ovaler Form. In Fig. 1 sind die flichenvergréBerten Létaugen 3 aufder
linken Seite oban und auf der rechten Seite unten angeordnet, In den Durchkontaktierungen 2 befinden sich L-férmige noch nicht
sing l6tete Metallstifte 4 mit zusétzlichem Steckschenke! 5, der in der Mehrlagenleiterp!atte 6 befestigt wird. Ein L-férmiger
Metallstift 4 enthélt also einen Filhrungsschenkel 7, sin Mittelteil 8 und sinen Steckschenkel 5. Die Metalistiftform istim
Bestiickungsraum zwischen der oberen Reihe von Durchkentaktierungen 2 und der Mehrlagenleiterplatte 6 auf beiden
Plattenseiten glaich, lediglich die rechten Metall«(ifte 4 haben einen kilrzeren Steckschenkel 5. Dadurch wird die Herstellung der
Metalistifte 4 vereinfacht. Der entscheidende Vorteil besteht aber in der Maglichkeit, einen zus#tzlichen Trassierungsraum in
Form einer Gasse 9 zwischen den Durchkontaktierungen 2 eines AnschluBbereiches auf der rechten Plattenseite ... schaffen. Die
mit dem Fiihrungsschenkel 7 und Mittelteil 8 kontaktierten Metallstifte 4 wurden s9 in der Bestiickung aufeinander abgestimmt,
daf durch Nutzung des Tragerplattenplatzes bis zum Plattenrand ein ausreichender Freiraum entsteht, der zur Plazierung von
Leiterbildelementen, wie z. B, Leiterziigen verschiedener Leiterbreiten und AnschluBflachen fiir Chipbauelemente, genutat
werden kann. So zeigt der in Fig. 2 dargestelite Ausschnitt einen querverlaufenden Leiterzug 10 mit Kamm- und Maschenstruktur,
der einige Taktsignal fiihrende Metallstifte 4 abschirmt. In der Gasse 9 kénnen auch Stiitzkondensatoren in Chipbauweise
vorgesehen sein, die in der Nihe von Strom- und Messekontakten angeordnetwerden. Es istauch méglich, den Leiterzug 10 iiber
eine Zusatzverdrahtung mit der Mehrlagenleiterplatte 6 zu varbinden.

Durch die Erfinduny wird die Betriebssicherheit erhaht. Alle bisher tiblichen Bearbei'ungstechnologien lassen sich gleichfalls
realisieren.
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